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Integrovana fadova sbérnice pro modularni sys-

témy krytovani elektronickych zafizeni

V pripadé napajeni, pfipojovani nebo rozvadéni v ram-

ci modularnich aplikaci maze fadova sbérnice nahradit

zdlouhavy proces jednotlivého zapojovani a nabidnout fle-

xibilni a nepreruSované systémové feseni.

Systémova sbérnice je bezpeéné umisténa do standardni

35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice lze

natavit a spajet, aby byl proces béhem montaze dild zce-

la automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajis-
tuji staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zastavnych
vSech Sirek.

* Neomezena rozsifitelnost Integrované pripojeni za-
hrnuje vSechny dostupné Sirky: od 6 mm desticky po
kryt o Sifce 67 mm.

* Snadna obsluha béhem instalace Vyména modulu
je snadnd i v existujicich modulovych skupinach - bez
zasahu do sousednich modul(.

¢ Univerzalni integrace NepreruSena systémova sbér-
nice je bezpeénym zplsobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.

* Maximalni dostupnost Pét pozinkovanych a ¢astec¢né
zlacenych dvouobloukovych kontaktdl umozZnuje nepfe-
ruSovany kontakt s fadovou sbérnici. Pajeci pfiruby THR
zajistuji stabilni pfipojeni obvodové desky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Kontaktni blok sbér-
nice pro CH20M®, Pfipojeni pajenim pretavenim
prachozim otvorem, Pocet pola: 5, 180°, Pozlace-
né, ¢erna

1155850000

Objednaci ¢islo

Typ SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL
GTIN (EAN) 4032248942374
MnoZstvi 300 ks
Udaje vyrobku IEC: 160 V
UL:300V /5 A
Baleni Tape
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Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 5,9 mm Vyska (v palcich) 0,232 inch
Sitka 16,3 mm Sitka (v palcich) 0,642 inch
Délka 24 mm Délka (v palcich) 0,945 inch
Cista hmotnost 1649

Udaje o materialu

Izola¢ni material LCP Komparativni index sledovani (CTI) 175 < CTI <400
Skupina izolaéniho materialu Illa

Jmenovité adaje podle IEC

testovano podle normy

Jmenovity proud, max. pocet pélt

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=40 °C) 3,6 A
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / stu- Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / stu-
pen znecisténi 1l/2 160V pen znedisténi lll/2 100V
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / stu- Kratkodoby odpor proti zkratovému prou-
pen znedisténi lll/3 63V du 3 x 1swith 145 A
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu pre- Povrchova vzdalenost, min.
péti / stupen znecisténi ll/3 1,5 kV 3,2 mm
Vzdu$na vzdalenost, min. 2,3 mm
Jmenovité adaje podle UL 1059
Institut (cURus) C. osvédé&eni (cURus)

[: u s E60693
Jmenovité napéti (aplikacni skupina B / Jmenovité napéti (aplikacni skupina C /
UL 1059) 300V UL 1059) 50V
Jmenovité napéti (aplikacni skupina D / Jmenovity proud (aplikac¢ni skupina B /
UL 1059) 50V UL 1059) 5A
Jmenovity proud (aplikaéni skupina C / Jmenovity proud (aplikaéni skupina D /
UL 1059) 5A UL 1059) 5A
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Obecné udaje
Barevny cerna Barevny graf (podobné) RAL 9011
Stupen kryti IP20
Klasifikace
ETIM 6.0 EC001031 ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-90 ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-92 ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92 ECLASS 13.0 27-18-27-92

Dulezita poznamka

IPC shoda

Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi standardy a nor-

mami a spliuji zaji§téné viastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliiuji dekorativni vlastnosti v souladu s
IPC-A-6 10 ,Ttida 2". Dal$i naroky na produkty je moZné vyhodnotit na pozadani.
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Osvédceni

Schvélenfi

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvéd&eni (cURus) E60693

Soubory ke stazeni

Technické udaje

CAD data — STEP

Katalogy

Catalogues in PDF-format

Brozury

FL ANALO.SIGN.CONV. EN
MB DEVICE MANUF. EN
FL MACHINE SAFETY EN
FL 72H SAMPLE SER EN

PO OMNIMATE EN
PO OMNIMATE EN
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more
than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of
components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for
the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The time above melting point of 217°C the
paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10
and 40 seconds. In the cooling phase at 2 -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.



